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Композитный материал [1] изготавливался путем горячего прессования в вакууме 
слоистой заготовки, состоящей из исходных компонентов, схема структуры которой 
показана на рис. 1а. Режим горячего прессования – диффузионной сварки: 1630 оС – 10 
МПа – 0.5 ч (температура – давление – время). В результате диффузионного технологи-
ческого процесса формировалась структура композитного однонаправлено армирован-
ного слоисто-волокнистого материала, геометрия и состав которой показан на рис. 1б. 
Вдоль границы алюминиевой и молибденовой фольг (2 и 4 на рис. 1а) образовался слой 
интерметаллида Mo3Al и твердых растворов Mo(Al), а – алюминиевой фольги и ниобия 
(2 и 3 на рис. 1а) – слой интерметаллидов Nb2Al, Nb3Al и твердых растворов Nb(Al). 
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Рис.1. Схема участка поперечного сечения заготовки композита (а): 1 – волокна Al2O3, 2 – 
алюминиевая фольга, 3 – суспензия порошка ниобия, 4 – молибденовая фольга, стрелками по-
казано направление нагрузки при прессовании; б – участок поперечного сечения слоисто-
волокнистого Al2O3/Nb–Al–Mo композита с указанием компонентов его структуры; в – резуль-
таты испытаний образцов композита на прочность 

 
Образцы из полученного материала испытывались на прочность трехточечным из-

гибом. Результаты испытаний в диапазоне температур 20 – 1400 ºС показаны на рис. 1в. 
Была определена также эффективная поверхностная энергии разрушения, которая в 
среднем составила 12 Дж/м2 при 20 оС. 
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